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congatec представляет новый модуль COM Express Compact, созданный на базе

процессорной серии Intel® Atom™ E6xx 

conga-CA6 предлагает низкое энергопотребление 

с удивительной производительностью графики, 

даже в расширенном диапазоне температур

Нюрнберг, Embedded World, 2 марта, 2011 * * * congatec, ведущий поставщик встраиваемых процессорных модулей, представляет модуль conga-CA6, который реализован на базе новой процессорной серии Intel® Atom™ E6xx и контроллере Intel® Platform Controller Hub EG20 для COM Express Type 2. Все компоненты этого встраиваемой системы предназначены для промышленного диапазона температур от -40 до +85°C, что делает conga-CA6 идеальным решением для пименения в экстремальных условиях. 

При потребляемой мощности менее 5Вт и компактных размерах 95х95мм, новый  компьютер-в-модуле отлично подходит для применения в медицине и автоматизации. В портативных устройствах долгий срок службы батареи в результате оптимизации энергопотребления и управления батареями есть прямой фактор экономии. 

Технология Hyper-threading (Гиперпоточность) позволяет логическое разделить физическое процессорное ядро для многопроцессорной обработки с двумя отдельными процессорами. Это означает, что важные приложения безопасности могут работать в операционной системе реального времени на логическом ядре, которое отделено от графического интерфейса пользователя, который, например, может работать под ОС Windows. 

Модуль conga-CA6 с процессором серии Intel® Atom™ E6xx доступен в версиях 600МГц, 1.0ГГц, 1.3ГГц и 1.6ГГц с 512кБ кэш-памяти второго уровня, с возможностью доступа к до 2ГБ rugged DDR2-RAM, которая была запаяна непосредственно на печатную плату. Доступ к памяти, звук и графика все встроено непосредственно в процессор, что, таким образом, соответствует новой архитектуре Intel®. Новый интегрированный 3D графический механизм получил улучшение производительности на пятьдесят процентов и может предоставить буфер кадров на 256МБ. Графическая поддержка DirectX 9.0E и OpenGL 2.0; видео приложения усилены аппаратным декодированием в MPEG-2 и MPEG-4; в то время как вывод графических данных реализуется через 24-разрядный канал LVDS или SDVO.

conga-CA6 предлагает также обширный диапазон коммуникационных опций, включая 3 PCI Express x1 lane, 2x SATA, шину PCI, интерфейс EIDE, Gigabit Ethernet, аудио высокой четкости (HDA) и 6 портов USB. Через интерфейс SATA модуль предоставляет до 32ГБ дополнительной встроенной флэш-памяти для устойчивого массового хранения данных.

О компании congatec

Головной офис congatec расположен в Деггендорфе в Баварии. Его инновационная профессиональная деятельность связана с разработкой и маркетингом промышленных компьютерных модулей с использованием стандартных форм-факторов Qseven, COM Express, XTX и ETX. На сегодня congatec  - ведущий производитель в своей области, что подтверждает и годовой доход в 26 миллионов евро (2009). Продукция компании может быть использована для различных приложений в различных отраслях, таких как автоматизация промышленности, медицинские технологии, автомобильные источники питания, космос и перевозка. Базовые знания и техническое ноу-хау включают уникальные расширенные функции BIOS, а так же всесторонние пакеты поодержки драйверов и плат. Продолжая фазу разработки, клиентам оказывается поддержка через управление жизненным циклом продукции. Продукция компании производится специальными поставщиками услуг в соответствии с современными стандартами качества. В настоящее время в congatec насчитывается 100 служащих, филиалы компании расположены в Великобритании, Швеции, Чехии, Израиле, Тайване и США. Больше информации вы сможете найти на сайте www.congatec.com.
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